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　設定来の基準価額の推移
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純資産総額(右軸)

分配金再投資基準価額(左軸)

基準価額(左軸)

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的に

ご負担いただくことになりますので、作成基準日現在、純資産総額に年率1.9425%程度を乗じて得た額となります。

※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

 基準価額 27,988 円

 純資産総額 413.9 億円

※基準価額は1万口当たりです。

　騰落率

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

分配金再投資基準価額 4.69% ▲ 9.92% 58.18% 165.31% 　　 － 179.88%

参考指数 ▲ 2.04% ▲ 1.45% 20.64% 37.19% 　　 － 57.95%

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、MSCI オール・カントリー・アジア・インデックス （米ドル建て、配当込み）〔円換算後〕です。

※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが算出しております。

※参考指数は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて算出しております。

※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に

帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

　最近5期の分配金の推移

2025/01/17 0 円

2025/07/17 0 円

2026/01/19 0 円

2026/07/17 0 円

設定来合計 0 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

運用状況等によっては分配金額が

変わる場合、或いは分配金が支払

われない場合があります。

　ポートフォリオ構成比率

Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス） 99.1%

マネー・リクイディティ・マザーファンド 0.1%

 短期金融商品・その他 0.7%

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
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＜月次運用レポート＞ 2026年9月30日現在

　Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）の状況（1）

※各比率は、「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」の純資産総額に対する比率です。

※各比率は小数点第2位を四捨五入しております。

※ニューバーガー・バーマンのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが作成しております。

国・地域別組入比率（上位10） 通貨別組入比率（上位10）

国・地域 比率 通貨 比率

1 台湾 48.7% 1 台湾ドル 48.7%

2 日本 31.7% 2 日本円 31.7%

3 韓国 12.5% 3 韓国ウォン 12.5%

4 シンガポール 2.5% 4 シンガポール・ドル 2.5%

5 香港 1.5% 5 香港ドル 1.5%

6 オーストラリア 0.5% 6 豪ドル 0.5%

7 　　　　　　　　　　— 　　–　　 7 　　　　　　　　　　— 　　–　　

8 　　　　　　　　　　— 　　–　　 8 　　　　　　　　　　— 　　–　　

9 　　　　　　　　　　— 　　–　　 9 　　　　　　　　　　— 　　–　　

10 　　　　　　　　　　— 　　–　　 10 　　　　　　　　　　— 　　–　　

業種別組入比率（上位10） 企業規模（株式時価総額）別構成比率

業種 比率 企業規模 比率

1 情報技術 81.5% 大型株　（200億米ドル以上） 37.6%

2 資本財・サービス 12.8% 中型株　（50億米ドル超-200億米ドル未満） 27.9%

3 素材 3.0% 小型株　（50億米ドル以下） 31.9%

4 　　　　　　　　　　— 　　–　　

5 　　　　　　　　　　— 　　–　　

6 　　　　　　　　　　— 　　–　　

7 　　　　　　　　　　— 　　–　　

8 　　　　　　　　　　— 　　–　　

9 　　　　　　　　　　— 　　–　　

10 　　　　　　　　　　— 　　–　　

※株式時価総額の区分は、本資料独自のものであり、将来変更される

場合があります。
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　Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）の状況（2）

※比率は、「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」の純資産総額に対する比率です。

※比率は小数点第2位を四捨五入しています。

※ニューバーガー・バーマンのデータを基にＳＢＩ岡三アセットマネジメントが作成しております。
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組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 53)

銘柄名 業種 国・地域 比率 銘柄概要

1 台湾セミコンダクター（ＴＳＭＣ） 情報技術 台湾 4.7%
台湾の半導体受託製造専業企業。スマートフォンやデータセン
ター向け最先端半導体の受託製造に強み。

2
ジェンテック・プレシジョン・イン
ダストリアル

情報技術 台湾 4.3%
半導体分野で用いられる放熱関連の部材などを製造する台湾の
金属加工メーカー。

3 グローバル・ユニチップ 情報技術 台湾 3.7%
台湾の半導体企業。特定の機器や用途のために設計するASIC
（カスタムIC)に強みを持つ。

4 キニック 資本財・サービス 台湾 3.1%

台湾の半導体関連部材メーカー。研磨・研削技術に強みを有し、
半導体ウェハーの平坦化工程で用いられるCMP（化学機械研
磨）関連部材や、使用済みウェハーを加工した再生ウェハーなど
を手掛けている。

5 イビデン 情報技術 日本 3.1%
日本の電子部品メーカー。性能の向上にむけて大型化・積層化が
すすむ先端半導体向けに、機能性に優れたICパッケージ基板な
どを手掛ける。

6 致茂電子［クロマＡＴＥ］ 情報技術 台湾 3.0%
台湾の計測機器メーカー。電子計測機器、自動検査システムなど
を手掛け、半導体出荷前の最終テスト工程向けなどにソリュー
ションを提供。

7 メディアテック 情報技術 台湾 3.0%
台湾の半導体メーカー。スマートフォンやIoT機器など、幅広い
用途向けにSoC（システム・オン・チップ）を提供。

8 東京精密 情報技術 日本 3.0%
日本の半導体製造装置メーカー。半導体製造の前工程向けでは
電気的特性試験用のプローバを手掛け、後工程向けではダイサ
やグラインダなどの加工装置を手掛ける。

9 ホン・プレシジョン 情報技術 台湾 2.9%
台湾の半導体製造装置メーカー。テスト・ハンドラー（半導体検査
を自動化する装置）を手掛ける。

10 ビズリンク・ホールディング 資本財・サービス 台湾 2.7%
台湾の通信回線用ケーブルやワイヤーハーネスを手掛けるメー
カー。データセンターなどに製品を供給。
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　ファンドマネージャーのコメント

※当ファンドが高位に組入れております「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」の

ファンドマネージャーコメントを基に作成しています。

＜投資環境＞

当月、アジア株式市場は概ね下落しました。世界的に金利上昇が進んだことが重石となり、上値が重い展開となりました。不透明な状況

が続く中東情勢については、米国とイランが間接協議を継続しているものの双方の隔たりは大きいと報じられています。供給懸念の継続

から原油価格が上昇し、インフレ懸念を強める結果となりました。一方、米メタ・プラットフォームズが消費者向け人工知能（AI）エージェン

トを発表したことなどからAI関連サービスの普及拡大期待が高まり、テクノロジー銘柄が多い台湾や韓国は堅調に推移しました。月末に

かけてトランプ大統領が日本の高市首相や中国の習近平国家主席と相次いで会談を行いましたが、株式市場への影響は限定的なものと

なりました。日本では、日銀の金融政策決定会合において利上げが決定された一方、一部の委員が反対票を投じたことなどから、市場で

は日銀が追加利上げに慎重との見方が意識されました。

＜運用経過＞

引き続き、アジアの半導体産業の中長期的な拡大から業績面で恩恵を受けることが期待できる銘柄に積極的な投資を実施しました。

当月の基準価額は上昇しました。個別銘柄では、ASIC（カスタム半導体）の設計開発を手掛ける台湾のグローバル・ユニチップ（情報技

術）が上昇しました。月次売上動向が好調に推移していることなどが好感されました。

＜今後の運用方針＞

米国の長期金利が9月中旬に5.0％を超えた後も上昇を続け、月末には2002年以来となる24年ぶりの水準に達しました。過去の経

験則からは、「長期金利5.0％超え」は景気減速をもたらす危険水域との見方もありますが、米国ではコロナ禍後に労働生産性が顕著に

高まっているとの指摘もあります。このため、過去の経験則は当てはまらず、金利上昇下でも経済成長が継続する可能性があるといえま

す。巨額のAI関連投資は景気押し上げと金利上昇の両面に作用していますが、米オラクルが主導するデータセンタープロジェクトにおい

て、開発遅延への懸念が高まっています。データセンターは大量の電力を必要とし、環境への影響も懸念されることから、政治的な争点

にも浮上しています。11月には米国中間選挙を控えており、イラン情勢を経て支持率が低下した共和党の苦戦が予想されます。政治・経

済の両面で先行きの見通しが立てにくい状況下、株式市場のボラティリティは今後高まる可能性があります。こうした環境においては、

着実な業績成長を実現できる企業の「質」が株価パフォーマンスを左右する重要な要素になると考えます。

投資チームでは、半導体サプライチェーンへの取材を通じて、AIインフラ向けの半導体に対する旺盛な需要が継続していると判断して

います。半導体メモリを手掛ける米マイクロン・テクノロジーが発表した2026年6－8月期決算は大幅な増収・増益となり、経営陣は業

績の先行きについても強気の姿勢をみせました。AI向け計算資源に対する需要の強さを示すものであったといえます。

社会生活や産業活動のあらゆる場面で進展するデジタル化を支える半導体産業において、アジアはその製造・組立において重要な役割

を担っており、魅力的な投資機会が豊富に存在すると考えています。引き続き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、半導体産業の

拡大に伴い業績成長が期待できるアジア企業を選定し、バリュエーションにも注意を払った運用を実施して参ります。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、

分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。
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　ファンド情報

設　定　日 2024年7月17日

償　還　日 2045年7月14日

決　算　日 毎年1月17日および7月17日（休業日の場合は翌営業日）

　ファンドの特色
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　投資リスク（1）
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　投資リスク（2）
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　お申込みメモ
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　ファンドの費用
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　販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱
い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売会社に
は取次販売会社が含まれる場合があります。

日本証券業
協会

一般社団法人
資産運用業

協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

（金融商品取引業者）

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ ○

ＦＦＧ証券株式会社 福岡財務支局長（金商）第5号 ○ ○

岡三ビジネス＆テクノロジー証券
株式会社

関東財務局長（金商）第170号 ○ ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

野畑証券株式会社 東海財務局長（金商）第18号 ○ ○

商号 登録番号

加入協会

アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称 ライジング・セミコン・アジア
追加型投信／内外／株式

　ご注意

・ 本資料はＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社が作成した資料です。購入の申込みに当たっては、投資信託説明書
（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお
願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社について」でご確認ください。

・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証
するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示す
ものではありません。

・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針
通りの運用が行われない場合もあります。

・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありま
せん。

※株式会社ＳＢＩ証券は、一般社団法人日本STO協会にも加入しております。
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